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Abstract (en)
[origin: WO2017067985A1] The present invention relates to an electrolyte containing suitable reducing agents for adjusting the composition of silver-
palladium layers. Furthermore, these reducing agents contribute to improving the layer appearance and to increasing the luminance (L value, CIE
Lab) of the deposited layers. The present invention also discloses a method for the electrolytic deposition of silver-rich silver-palladium alloys. The
alloys can be deposited on conductive surfaces over a wide current density range.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Elektrolyten, der geeignete Reduktionsmittel zur Einstellung der Zusammensetzung von Silber-
Palladium-Schichten enthält. Des Weiteren tragen diese Reduktionsmittel zur Verbesserung der Schichtoptik und Erhöhung der Helligkeit (L-Wert,
CIE-Lab) der abgeschiedenen Schichten bei. Der Elektrolyt aufweist: a) eine Silberverbindung; b) eine Palladiumverbindung; c) eine Tellur- und/oder
Selenverbindung; d) Harnstoff und/oder Harnstoffderivate und/oder eine oder mehrere Aminosäuren, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus
Alanin, Asparaginsäure, Cystein, Glutamin, Glutaminsäure, Glycin, Lysin, Leucin, Methionin, Phenylalanin, Phenylglycin, Prolin, Serin, Tyrosin und
Valin; e) mindestens eine Sulfonsäure; f) mindestens ein Reduktionsmittel, ausgewählt aus der Gruppe Ameisensäure, Oxalsäure, Ascorbinsäure,
Hydrazin, Urotropin, Salzen und/oder Estern der schwefligen Säure, gasförmigen Sulfiten, Sulfinsäuren und deren Salzen und/oder Estern,
Formaldehyd, Natriumformaldehydsulfoxylat, Benzaldehyd, Benzaldehydderivaten, Hydroxybenzolen und deren Estern, Polyphenolen und deren
Estern, Phenolsulfonsäuren und deren Salzen und/oder Estern und Glutathion sowie dessen Salzen und/oder Estern. Die vorliegende Erfindung
offenbart außerdem ein Verfahren zur elektrolytischen Abscheidung von silberreichen Silber-Palladium-Legierungen. Die Legierungen können auf
leitfähigen Oberflächen über einen weiten Stromdichtebereich hinweg abgeschieden werden.
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